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Adicao de cobre em ligas de titanio e seu potencial antibacteriano:
uma revisao sistematica de estudos in vitro

Cicero Andrade Sigilido CELLES, Andréa Candido dos REIS

Introducdo: A adigdo de cobre (Cu) em ligas de titinio para fabrica¢do de biomateriais apresenta desempenho
antibacteriano promissor sem prejuizos nas propriedades mecénicas e resisténcia a corrosdo. A formagio do
composto intermetalico Ti2Cu é o principal responsavel pelo potencial antibacteriano da liga seja por liberagao de
ions ou morte por contato. Objetivos: Avaliar o efetivo potencial antibacteriano do cobre adicionados a liga de titanio,
a informar a comunidade cientifica seus beneficios, limitagdes e principalmente sua eficiéncia. Material e métodos:
Buscou responder a questdo: “Qual a influéncia da adi¢do de cobre em ligas de titdnio e sua agdo antimicrobiana?”.
Contemplou as normas preferenciais para Revisdo Sistematica e Normas de Meta-Andlise (PRISMA 2020) com
registro no Open Science Framework (OSF) (osf.io/qdu37) e seguiu uma estratégia de busca PICOS. A busca foi
realizada nas diferentes bases de dados eletronicas: PubMed, Scopus, Science Direct, Embase, Web of Science e
Google Scholar. Incluiu artigos in vitro, que relacionassem a presenga de ions cobre (Cu) adicionado a ligas de titanio
com potencial antibacteriano. A analise do risco de viés foi realizada pela ferramenta Joanna Briggs Institute (JBI).
Resultados: 1187 artigos foram encontrados e apds remover os duplicados e aplicar os critérios de inclusdo e exclusao,
20 artigos para leitura na integra. Desses, 3 foram excluidos por nio retratarem a adig¢do de cobre (Cu) na liga de
titanio (Ti) usando apenas comparagdes com revestimentos e potenciais antibacterianos e 4 por niao apresentarem
grupo controle, a totalizar 13 artigos incluidos. Os estudos apresentaram baixo risco de viés. Conclusdo: Adicionar
cobre em ligas de titanio apresenta forte potencial antibacteriano e esse é proporcional a liberagdo do composto
intermetalico Ti2Cu. fons Cu+ mostrou-se seguro ao organismo com compatibilidade sistémica e capacidade de
angiogénese e osteogése primordial no processo de osseointegra¢do dos implantes dentérios.
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